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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein System aus einer Lei-
terplatte und einem mit der Leiterplatte verbundenen,
rohrförmigen Mantel, insbesondere Leiter. Insbesondere
betrifft die Erfindung ein solches System, bei dem der
Mantel, insbesondere als Außenleiter, einen oder meh-
rere Innenleiter einer gemantelten und insbesondere ge-
schirmten Einfach- oder Mehrfachleitung (z.B. Koaxial-
leitung) umgibt.
[0002] Derartige Systeme sind Teil einer Vielzahl von
Vorrichtungen, in denen Hochfrequenzsignale übertra-
gen und verarbeitet werden (z.B. Multimediageräte). Der
oder die für die Hochfrequenzsignalübertragung vorge-
sehenen Innenleiter der geschirmten Einfach- oder
Mehrfachleitungen sind mit definierten Leiterbahnen der
Leiterplatte elektrisch leitend verbunden, während der
Außenleiter (Mantel) als Schirmung für die Innenleiter
dient und dazu regelmäßig mit einem an Masse ange-
schlossenen Kontaktbereich der Leiterplatte elektrisch
leitend verbunden ist. Die Verbindungen zwischen den
Innen- und Außenleitern und den entsprechenden Kon-
taktbereichen der Leiterplatte kann dabei form-, kraft-
oder stoffschlüssig erfolgen. Für eine stoffschlüssige
Verbindung wird vielfach gelötet, wobei bei dem Verlöten
großflächiger Kontaktflächen aus Kostengründen punk-
tuelle oder abschnittsweise Lötstellen realisiert werden.
[0003] Für bestimmte Anwendungen kann es erforder-
lich sein, die Verbindung zwischen der Leiterplatte und
der Koaxialleitung abzudichten, um insbesondere ein
Vordringen von Feuchtigkeit bis zu den Innenleitern und
deren Kontaktstellen mit den Leiterbahnen der Leiterplat-
te oder auch ein Eindringen von Feuchtigkeit über die
Kontaktstellen in ein den Außenleiter umgebendes Ge-
häuse zu vermeiden. Hierzu wird regelmäßig ein sepa-
rates Dichtelement, beispielsweise ein herkömmlicher
O-Ring eingesetzt, der im Kontaktbereich zwischen der
Leiterplatte und dem Außenleiter angeordnet wird. Diese
Art der Abdichtung ist mit relativ hohen Kosten verbun-
den, die nicht nur in den Bauteilkosten für das Dichtele-
ment begründet sind, sondern auch aus der relativ auf-
wändigen Montage des Systems resultieren.
[0004] Die EP 1 187 268 A2 offenbart ein koaxial auf-
gebautes Verbindermodul zur Installation an einer Lei-
terplatte. Zur Verbindung mit der Leiterplatte ist an dem
vorderen Ende eines rohrförmigen Mantels eine Mas-
seklemme angepresst. Die Masseklemme weist zwei
nach unten vorstehende Ausläufer auf. Diese Ausläufer
dienen zum Befestigen und zum Kontaktieren an der Lei-
terplatte. Dazu werden die Ausläufer in Einführlöcher der
Leiterplatte eingeführt und bspw. verlötet.
[0005] Die US 5,116,245 offenbart ein koaxial aufge-
bautes Verbindungsmodul, das zur Installation an einer
Leiterplatte ausgebildet ist. Zur Anbringung an der Lei-
terplatte werden Befestigungsbügel in Kontaktlöcher der
Leiterplatte eingeführt und dort an einen Masseleiter an-
gelötet. Die Befestigungsbügel sind nicht Teil einer ring-
förmigen Kontaktfläche, sondern stehen beabstandet

von einer solchen Fläche in Richtung der Leiterplatte als
Befestigungselemente vor.
[0006] Die WO 98/43323 A1 offenbart einen Koaxial-
verbinder zum Verbinden von zwei Leiterplatten. Der Ko-
axialverbinder weist ein erstes und ein zweites Anschlus-
selement auf. Das erste Anschlusselement weist einen
axial elastisch verschiebbaren Innenkontakt auf, der di-
rekt eine Leiterbahn auf einer der Leiterplatten kontak-
tiert. Das zweite Kontaktstück weist ein Leiterteil auf, das
auf der Leiterbahn zum Steckverbinden mit einem ersten
Außenleiter-Anschlusselement ausgebildet ist.
[0007] Dokument DE-B3-102010016578 ist als
nächstliegender Stand der Technik betrachtet und offen-
bart ein System aus einer Leiterplatte und einem mit der
Leiterplatte verbundenen rohrförmigen Mantel.
[0008] Ausgehend von diesem Stand der Technik lag
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Möglichkeit
zur kostengünstigen Abdichtung der Verbindung einer
Leiterplatte mit einer ummantelten und insbesondere ge-
schirmten Leitung anzugeben.
[0009] Diese Aufgabe wird durch ein System gemäß
dem unabhängigen Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Aus-
gestaltungen des erfindungsgemäßen Systems sind Ge-
genstand der abhängigen Ansprüche und ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung der Erfindung.
[0010] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde, die
Verbindung zwischen der Leiterplatte und einem rohrför-
migen Mantel, insbesondere einem Außenleiter einer ge-
schirmten Einfach- oder Mehrfachleitung, durch Löten
auszubilden und die Lötverbindung derart auszubilden,
dass diese gleichzeitig zur Abdichtung des Verbindungs-
bereichs dienen kann. Dazu ist erforderlich, dass der ver-
lötete Verbindungsbereich vollumfänglich bezüglich des
Querschnitts des Mantels vorgesehen und zudem so
großflächig ausgebildet ist, dass mittels des in den Kon-
taktzwischenraum zwischen der Leiterplatte und dem
Mantel eingebrachten Lots ein ausreichende Dichtwir-
kung erzielt werden kann.
[0011] Dementsprechend ist ein System aus einer Lei-
terplatte und einem vorzugsweise mit der Leiterplatte
elektrisch leitend verbundenen, rohrförmigen (und vor-
zugsweise elektrisch leitfähigem) Mantel, insbesondere
Leiter, erfindungsgemäß dadurch gekennzeichnet, dass
der Mantel die Leiterplatte stirnseitig mit einer flächigen,
geschlossen ringförmigen (z.B. kreisringförmigen, qua-
dratischen, rechteckigen, etc.) Kontaktfläche kontaktiert
und die Leiterplatte mit dem Mantel vollumfänglich (be-
vorzugt vollflächig) entlang der Kontaktfläche eine Löt-
verbindung bildend verlötet ist, wobei die Lötverbindung
eine Abdichtung gegen ein Eindringen von Feuchtigkeit
in dem von dem Mantel ausgebildeten Hohlraum bildet.
[0012] Um eine für eine gute Dichtwirkung ausrei-
chend große Kontaktfläche zu erhalten kann es vorteil-
haft sein, dass die Stärke der Kontaktfläche größer als
die Wandstärke des Mantels in einem von der Kontakt-
fläche beabstandeten Abschnitt ist. Insbesondere kann
vorgesehen sein, dass die Stärke der Kontaktfläche grö-
ßer als die Normalwandstärke, d.h. diejenige Wandstär-
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ke, die der Mantel entlang des größten Teils seiner Länge
aufweist, ist. Um dies zu erreichen kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass der Mantel an seinem kontaktsei-
tigen Ende mit einer Verdickung ausgebildet ist, die bei-
spielsweise als umlaufender Absatz ausgebilde t sein
kann. Dabei muss der Absatz nicht einteilig mit dem
(Rest-)Mantel ausgebildet sein. Alternativ kann auch vor-
gesehen sein, dass der Mantel an seinem kontaktseiti-
gen Ende z.B. die Normalwandstärke aufweist und zur
Vergrößerung der Kontaktfläche ein Endabschnitt radial
nach außen weisend (insbesondere um 90°) umgebogen
wird. Für eine ausreichende gute Dichtwirkung kann vor-
zugsweise vorgesehen sein, dass die Stärke der ringför-
migen Kontaktfläche mindestens 0,3 mm beträgt. Neben
einer ausreichend guten Dichtwirkung kann durch eine
Vergrößerung der Kontaktfläche auch eine Erhöhung der
Festigkeit der durch das Verlöten erzielten mechani-
schen Verbindung zwischen der Leiterplatte und dem
Mantel realisiert werden.
[0013] Die erfindungsgemäße Art zur Abdichtung der
Verbindung zwischen einer Leiterplatte und einem rohr-
förmigen Mantel kann insbesondere dann vorteilhaft ein-
gesetzt werden, wenn der Mantel (mindestens) einen In-
nenleiter umgibt. Dies kann insbesondere gelten, wenn
der oder die Innenleiter zur Übertragung von Hochfre-
quenzsignalen vorgesehen sind und daher besondere
Anforderungen, insbesondere hinsichtlich des Korrosi-
onsschutzes, an die Kontaktstellen zwischen den Innen-
leiter und den dazugehörigen Kontaktbereichen der Lei-
terplatte gestellt werden. Dabei kann der Mantel insbe-
sondere elektrisch leitfähig und weiterhin bevorzugt als
Leiter ausgebildet sein. Der Mantel kann somit als Schir-
mung und insbesondere als Außenleiter für die Innenlei-
ter dienen.
[0014] Der Mantel kann vorzugsweise vollständig aus
einem geeigneten Metall ausgebildet sein. Dadurch kann
dieser ohne weiteres die vorzugsweise vorgesehene
elektrisch Leitfähigkeit aufweisen und zudem auch pro-
blemlos verlötbar sein.
[0015] Beispielsweise kann der Mantel zumindest teil-
weise aus Kunststoff ausgebildet sein. Die Lötfähigkeit
und gegebenenfalls die Leitfähigkeit kann dann bei-
spielsweise mittels einer metallischen (Teil-)Beschich-
tung erzielt werden.
[0016] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. In den Zeichnungen zeigt:

Fig. 1: ein erfindungsgemäßes System in einer ersten
perspektivischen Ansicht;

Fig. 2: das System in einer zweiten perspektivischen
Ansicht; und

Fig. 3: das System in einem perspektivischen Längs-
schnitt.

[0017] Das in den Fig. 1 bis 3 dargestellte erfindungs-

gemäße System umfasst eine Leiterplatte 1 und eine mit
der Leiterplatte 1 verbundene, geschirmte Mehrfachlei-
tung. Die Mehrfachleitung umfasst einen (elektrisch leit-
fähigen) rohrförmigen Außenleiter 2 mit kreisringförmiger
Querschnittsfläche. Innerhalb des Außenleiters 2 sind
mehrere, konkret vier (elektrisch leitfähige) Innenleiter 3
in quadratischer Anordnung positioniert. Die Innenleiter
3 sind dabei jeweils in einer Aufnahmeöffnung eines Iso-
lationselements 4 gehalten. Dadurch werden die Innen-
leiter 3 sowohl innerhalb des Außenleiters 2 lagefixiert
als auch elektrisch von dem Außenleiter 2 und den je-
weils anderen Innenleitern 3 isoliert.
[0018] Die Innenleiter 3 ragen mit ihren kontaktseitigen
Endabschnitten durch Durchgangsöffnungen der Leiter-
platte 1 und kontaktieren auf der der Mehrfachleitung be-
abstandeten Seite mit jeweils zugeordneten Kontaktbe-
reichen von Leiterbahnen der Leiterplatte 1. Dabei kann
auch vorgesehen sein, die Innenleiter 3 mit den Kontakt-
bereichen zu verlöten.
[0019] Der Außenleiter 2 kontaktiert einen hierfür vor-
gesehenen Kontaktbereich der Leiterplatte 1 stirnseitig
mit einer flächigen, geschlossen kreisringförmigen Kon-
taktfläche. Die mechanische Verbindung zwischen dem
Außenleiter 2 und dem dazugehörigen Kontaktbereich
der Leiterplatte 1 wird durch Verlöten erreicht, wozu in
bekannter Weise aufgeschmolzenes Lot in den zwischen
der Kontaktfläche des Außenleiters 2 und dem Kontakt-
bereich der Leiterplatte 1 ausgebildeten Kontaktspalt
eingebracht wird.
[0020] Die Lötverbindung dient gleichzeitig als Abdich-
tung, um ein Eindringen von Feuchtigkeit in den von dem
Außenleiter 2 ausgebildeten Hohlraum zu vermeiden.
Um eine ausreichende Dichtwirkung zu erreichen ist vor-
gesehen, das Verlöten vollumfänglich entlang der ge-
schlossen kreisringförmigen Kontaktfläche vorzuneh-
men. Zudem ist die Wandstärke im Bereich der Kontakt-
fläche größer gewählt, als die Normalwandstärke des Au-
ßenleiters 2. Hierzu ist der kontaktseitige Endabschnitt
des Außenleiters 2 außenseitig mit einem umlaufenden
Absatz 5 versehen, durch den eine Durchmesservergrö-
ßerung mit damit einhergehender Vergrößerung der
Querschnittsfläche erzielt wird.

Patentansprüche

1. System aus einer Leiterplatte (1) und einem mit der
Leiterplatte verbundenen rohrförmigen Mantel, da-
durch gekennzeichnet, dass der Mantel die Leiter-
platte (1) stirnseitig mit einer flächigen, geschlossen
ringförmigen Kontaktfläche kontaktiert und die Lei-
terplatte (1) mit dem Mantel vollumfänglich entlang
der Kontaktfläche eine Lötverbindung bildend verlö-
tet ist, wobei die Lötverbindung eine Abdichtung ge-
gen ein Eindringen von Feuchtigkeit in dem von dem
Mantel ausgebildeten Hohlraum bildet.

2. System gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
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net, dass der Mantel als Leiter ausgebildet ist, der
mit der Leiterplatte elektrisch leitend verbunden ist.

3. System gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandstärke des Mantels
im Bereich der Kontaktfläche größer als in einem
von der Kontaktfläche beabstandeten Abschnitt ist.

4. System gemäß einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Mantel
mindestens einen Innenleiter (3) umgibt.

Claims

1. System consisting of a printed circuit board (1) and
a tubular casing connected to the printed circuit
board, characterised in that the casing makes con-
tact with the printed circuit board (1) with a flat, closed
annular contact surface and the printed circuit board
(1) is soldered together with the casing along the
contact surface, around its entire periphery, forming
a soldered connection, said soldered connection
forming a seal preventing moisture from penetrating
into the cavity formed by the outer conductor.

2. System according to claim 1, characterised in that
the casing is designed as a conductor which is con-
nected to the printed circuit board in an electrically
conductive manner.

3. System according to claim 1 or 2, characterised in
that the wall thickness of the casing is greater in the
region of the contact surface than in a section located
at a distance from the contact surface.

4. System according to one of the preceding claims,
characterised in that the casing surrounds at least
one inner conductor (3).

Revendications

1. Système constitué par une carte à circuits imprimés
(1) et par une enveloppe tubulaire reliée à la carte à
circuits imprimés,
caractérisé en ce que
l’enveloppe vient en contact avec la carte à circuits
imprimés (1) du côté frontal par une surface de con-
tact plane en forme d’anneau fermé et la carte à cir-
cuits imprimés (1) est brasée avec l’enveloppe sur
toute la périphérie le long de la surface de contact
en formant une jonction brasée, la jonction brasée
formant un étanchement à l’encontre de la pénétra-
tion d’humidité dans le creux formé par l’enveloppe.

2. Système selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’enveloppe est réalisée sous forme de con-

ducteur qui est connecté de façon électriquement
conductrice à la carte à circuits imprimés.

3. Système selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que l’épaisseur de paroi de l’enveloppe dans
la zone de la surface de contact est supérieure à
celle dans une portion espacée de la surface de con-
tact.

4. Système selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que l’enveloppe entoure au
moins un conducteur intérieur (3).
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